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Predelavka/rework
stinénych SMD a konektoru SMD

Predélavka/rework
stinénych SMD

ProtozZe stale trvd velkd poptavka po des-
kach PS, konstrukce s vysokofrekvenc-
nim stinénim zdstane pfi predélavkach
problémem. Jednoduse feceno, vf stinéni
m4d jen jediny cil — minimalizovat vy-
sokofrekvenc¢ni Sum, pisobici na citlivé
a kritické povrchové montované prvky
pod stinénim. Vf stinéni maji zpravidla
jedinecnou konstrukci a museji vyhovo-
vat rozvrzeni DPS. Z toho divodu nejsou
vf stinéni vZdy obdélnikovd nebo Ctver-
covd, a predélavka stinéni, aniz by doslo
k poruseni sousednich soucastek, mize
byt problémem.
Jaké to prinasi problémy?
— Odstranén{ stinéni nezvyklého tvaru
z DPS.
— Ocisténi zbytkd péjky, jez zlistanou po
odstranéni stinéni z DPS.
— Schopnost dosdhnout opakovatelnych
vysledkd.

Obr. 3
Stinéné prvky SMD

Reseni némecké
firmy Finetech — svétové
jednicky rework systémii:

Jak porozumét procesu predélavky
vf stinéni
Cely proces predélavky se sklada
z téchto krok:
1. Odpdjeni vf stinéni.
2. Odstranéni pajky.

3. Naneseni pajky pro novou soucdstku.
4. Péjeni nové soucastky.

Upravena konstrukce trysky

Aby bylo mozno odstranit stinéni, kon-
strukce trysky musi odpovidat vnéj-
Simu tvaru stinéni. Existuji strategic-
ké body, kde je stinéni pfipdjeno k DPS
a hubice musi byt konstruovéna tak, aby
horky vzduch/procesni plyn sméfoval do
téchto oblasti. Tim je zaji§téno, Ze stinéni

Obr. 1
Odpdjent soucdstky BGA

Obr. 4
Odstranénd vf stinéni

bude konzistentné odstranéno z DPS bez
poskozeni jak DPS, tak stinéni. Pokus
odstranit stinén{ difv, neZ pajka dosdhne
bodu taveni, mize zplsobit poskozeni
ploSek DPS, tj. znieni desky.

Odstranéni prebytecné pajky

Odstranéni pajky muze byt zdludné. Pro-
stor mezi stinénim a okolnimi soucdst-
kami je zpravidla velmi tésny (0,3 mm).

Odstranit pajku pomoci pdjedla a knotu
je mozné, avSak pouze s vyuZitim vy-
konné optiky a pevné ruky. Namisto to-
ho je tieba pouzit bezkontaktni metodu,
kde spravné regulovany objem horkého
vzduchu/plynu ve spojeni s vakuovou

Obr.2

Obr. 5
Vf stinéni v ndstroji

tryskou umozni vyhnout se poSkozeni
ploSek na DPS.

Nanaseni pajky

Existuje nékolik zptisobii nanaseni paj-
ky. Nejcastéji se nandsi pajka na plosky
v oblasti, kam bude umisténo nové sti-
néni. Jinou metodou je namaceni nového
stinéni do pajeci lazné. Kazdy postup ma
své vyhody a nevyhody:



Nanaseni
— Vyhoda: Stejnomérny objem péjky.
— Nevyhoda: Casové ndro¢ny proces.

Namaceni

— Vyhoda: Jednoduché a rychlé.

— Nevyhoda: Objem pajky se mize mé-
nit.

Pajeni nového vf stinéni

Vyrovnavani stinéni na pdjeci plosky vy-
zaduje opticky systém, umoznujici pre-
kryti obou obrazi soucasné. K opétnému
pfipojeni stinéni na DPS se pouZziva stej-
nd hubice a profil velmi podobny tomu,
jenZ se pouZziva v procesu odpdjeni. Je-
dinym vyznamnym rozdilem je doplnéni
chladiciho kroku, uréeného ke ztuhnuti
péjeci pasty.

Obr. 6
Ndstroj upraveny pro vf stinéni

Obr. 9
NandSeni pdject pasty

Piedélavka
konektorii SMD

Vzhledem k pozadavkim na omezeny
prostor, miniaturni konektory SMD se
stdle Castéji pouZivaji u sestav s maly-
mi soucastkami, kupfikladu v mobilnich
pristrojich. VSechny konektory SMD
vsak nejsou stejné. Existuji podstatné
rozdily, co se tyce usporadani a tvart,

rozmérl, pouzitych materidld (md vliv

na pripustnou maximalni teplotu), stavu

povrchu, konstrukce kontaktnich ploch

a pind (symetrické/asymetrické, otevie-

né/zakryté, pocet, tvary, rozte¢ atd.).
Jaké to prinasi problémy?

— Vyména chybé&jicich, vadnych nebo
nespravné osazenych konektorit SMD.

— Integrace celého cyklu predélavky do
celého systému predélavek.

— Zvysené pozadavky na presnost osa-
zeni.

— Presné davkovani nanaSenych tecek
pajky, a to i v mistech s obtiZnym pri-
stupem.

— Nutnost vyhnout se poskozeni okol-
nich soucastek.

— Upravend manipulace, umoznujici rtiz-
nd usporadani konektord.

Obr. 7
Ndstroj upraveny pro vf stineni

Obr. 10
Pdjeni vf stineni

— Velmi malé a choulostivé soucdstky
(délka hrany <3 mm, vySka prvku
<1 mm, rozte¢ = 0,25 mm) vyZaduji
specifickd feSeni podavani ze zdsob-
niku, pasu, kazetovych zdsobniki atd.
pomoci vakuového néstroje.

Reseni némecké
firmy Finetech — svétové
jednicky rework systémii:
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Uplny cyklus piedélavky u konekto-

ria SMD zahrnuje tyto typické pracovni

kroky:

1. Odpdjeni konektoru SMD.

2. Odstranéni zbytku péjky, ¢isténi (po-
kud je nutné).

3. Nanaseni pdjeci pasty (hlava pro tisk
pasty, ddvkovani).

4. Pajeni konektoru SMD, c¢isténi (po-
kud je nutné).

Krok 1:
Odpajeni konektoru SMD

— Konstrukce pdjeci hlavy, upravend po-
dle usporadani konektoru SMD (upnu-
ti, vakuova podpora atd.).

— Stejnomérné zahtivani vSech kon-
taktnich plosek (otevienych/zakry-
tych).

Obr. 8
Bezkontaktni odstranént pdjky

Obr. 11
Nedostatecné smdceny konektor SMD

Krok 2:

Odstranéni zbytku pajky a ¢isténi

— Hlavy k odstranéni pdjky v riznych
velikostech a s upravenou vakuovou
podporou (vnitini primér 0,3 mm
a mensSi).

— Ochrana okolnich sou¢dstek pomoci
vhodnych hlav k odstranéni pajky s tfi-
dic{ trubici.

— Bezkontaktni proces.



Obr. 12
Plosky se zbytky pdjky

Obr. 13 Plosky,
z nichz byly zbytky pdjky odstranény

Obr. 14
Linedrni rozloZent pdject pasty

Obr. 15
Vyrovndni s prekryvnymi obrazy

Krok 3:

NanasSeni pajeci pasty

— Kvili omezenému prostoru je stézi
mozné pouZit tisk pres Sablonu nebo
hlavy pro tisk pasty.

— Alternativou je nandSeni pajeci pasty
pomoci davkovace.

— Zpracovani riznych pdjecich past (az
po velmi malou rozte¢ 5-15 pum) je
umoznéno pouzitim stfikacky a jehly
rGznych velikosti.

— Prednosti davkovaci jednotky:

— Vysoka presnost (osazeni, davko-
vani).

Obr. 16
Pripdjeny konektor, pohled shora

— Opakovatelnost (osazeni, davkovani,
nanasené obrazce).

— Prizplsobeni (napf. vyména stiika-
ek, rGzné jehly).

Krok 4:
Pajeni konektoru SMD

Vyrovnani s prekryvnym obrazem
— Upravené pdjeci hlavy, schopné upev-
néni a osazeni soucastky (v idedlnim
pripadé je mozno pdjeni a odpdjeni
provadét stejnou pajeci hlavou).
— Vysoce presné osazeni.

Obr. 17
Pripdjeny konektor, pohled ze strany

— Zjistovani chybné osazenych soucds-
tek, montdznich chyb atd.

Pajeci proces

— Jsou podporovany i velmi slozité pa-
]601 procesy.

— Uprava viech procesnich parametri
s ohledem na citlivé soucastky (teplo-
ta, tok, cas).

— Aktivni regulace toku s cilem zabranit
naruseni sousednich soucdstek.

— Definovany proces chlazeni s cilem za-
branit pnuti/deformaci.
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